



きた．これに伴い，シリコンチップを貫通した配線（TSV: Through Silicon Via）
製作の信頼性に対する要求も厳しくなっている．典型的な TSVの大きさは直径
















（１） 単一透過像に基づく TSV形状寸法推定法の確立 
 テーパが連なった形状として TSV をモデル化し，その X 線透過像を模擬
生成する手法を提案した．次いで，これらの画像を用いた機械学習を適用し
て 1枚の透過像からエッチング後の TSV形状寸法を推定する方法を提案し，
























 以上のように，本論文では半導体チップに設けた貫通配線の検査を 1 枚の X
線透過像に基づいて行う手法を新たに提案・検証するという学術的意義を有す
るとともに，半導体分野以外の精密機械への応用可能性という工業的な価値も
有する．よって，本論文は博士（工学）の学位を授与するに十分な価値があるも
のと認められる． 
 
（最終試験又は試験の結果） 
本学の学位規則に従い，最終試験を行った．公開の席上で論文発表を行い，審査
委員他による質疑応答を行った．これらの結果を総合的に審査した結果，専門科
目についても十分な学力があるものと認め，合格と判定した 
